Haftvermittler

Multilayerfertigung:

Dunkel & Schurholz setzt auf

CO-BRA-Bond

Braunoxid-Ersatz von Electrochemicals
Leiterplattenhersteller Dunkel & Schirholz investiert in neue Horizontalanlage von Laif engineering

Im Rahmen seines derzeit laufenden
Investitionsprogrammes nahm der,
im sauerlandischen Schalksmuhle
ansassige Leiterplattenhersteller
Dunkel & Schirholz GmbH eine An-
lage fur die CO-BRA-Bond™-Tech-
nologie in Betrieb. Der Prozess, der
von dem amerikanischen Unterneh-
men Electrochemicals Inc. entwickelt
wurde, ersetzt damit das bisher im
Unternehmen vertikal eingesetzte
und relativ.  umweltbelastende
Braunoxidverfahren als Haftvermitt-
ler beim Verpressen von Multilayern.
Auf Grund des hohen Multilayerantei-
les an der Gesamtproduktion der
Dunkel & Schurholz GmbH hatte diese
Investition, neben einer neuen Di-
rektmetallisierungsanlage fir den
Shadow-Prozess (ebenfalls von der
Laif engineering GmbH) und einer
Plasmaétzanlage, hdchste Prioritat.
Mit der Inbetriebnahme der Anlage
wurde nun die Modernisierung und
Kapazitatserweiterung der Multilay-
erfertigung abgeschlossen.

Die Dunkel & Schirholz GmbH hat sich
auf die Herstellung von Multilayer-Proto-
typen und Kleinserien spezialisiert. Qua-
litat, Zuverlassigkeit sowie ein hohes
MaBl an  Know-How haben in den letz-
ten Jahren zu hohen Zuwachsraten in
der Auftragslage gefthrt.  Dauernde
Investitionen in die Modermisierung der
Fertigung machen das Unternehmen zu
einem Vorzeigebetrieb in der Leiterplat-
tenbranche.

Der Prozess

CO-BRA-Bond wurde von Electrochemi-
cals als Ersatz fur die bisher bliche
Braunoxiddation von Multilayerinnenla-
gen entwickelt. Wahrend bei der Braun-
oxidation eine Oberfléchenvergréferung
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durch oxidative Vorbehandlung und an-
schlieBender reduktiver Versiegelung er-
reicht wurde, wird bei dem CO-BRA-
Bond-Verfahren die, fir die Haftung
beim Verpressen notwendige Oberfls-
chenvergréBerung durch Bildung einer
kupferorganischen ~ Verbindung  durch
kontrollierte Tiefendtzung realisiert. Dabei
wird eine gleichmaBige Oberfléchento-
pographie erreicht, was zu guten Haftei-

genschaften  zwischen Innenlagenkupfer
und Harz fihrt. Der Prozess besteht aus
drei Verfahrensschritten, die sich durch
kurze Prozesszeiten, leicht zu handha-
bende Prozesschemie, einfacher Pro-
zessfohrung und niedrigen Prozesstem-
peraturen auszeichnen. Dies fuhrt nach
Angaben von Laif zu erheblichen Ein-
sparungen sowohl im Anlagenbereich
als auch in den laufenden Prozesskosten
gegeniber der herkédmmlichen Braun-
oxidtechnologie. Weitere Vorteile werden
bei Betrachtung des Spilwasserver-
brauchs sowie der vereinfachten Abwas-
serbehandlung klar. CO-BRA-Bond er-
loubt eine Lagerung der Innenlagen
ohne Weiterverarbeitungsfristen und ist
for alle handelsiblichen Harzsysteme
einsetzbar. Fehlereffekte wie ,Pink Ring”
und ,Wedge Void” treten beim CO-
BRA-Bond-Verfahren nach Herstelleran-
gaben nicht auf.

Die Anlagentechnik

Bereits seit 1993 produziert die Laif engi-
neering GmbH horizontale Nassprozes-
sanlagen fur die Leiterplattentechnik.
Ende 1999 wurde ein neues Mo-

dulsystem entwickelt, das erhebliche Vor-

links: D&S-GeschéfisfUhrer Thomas Schirholz mit Joachim Markowski,
Electrochemicals, und Dirk SchiBler, Laif engineering
rechts: CO-BRA-Bond-Modul mit Innenlagenantrieb
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teile gegeniber herkdmmlichen Anlagen
aufweist. So wurden die Tanks in den
Modulen nach oben gelegt um den
Jfreien Fall” und die damit verbundene
Saverstoffaufnahme des Mediums von
der Behandlungsebene zur Tankebene zu
reduzieren. Der unter den Tanks frei ge-
wordene Raum wurde fir die Frisch- und
Abwasserverrohrung der Anlage genutzt.
Damit ist keine Verrohrung mehr sichtbar
und die ,Stolperfallen” auf der Rickseite
der Anlage entfallen. Der Kegelradan-
trieb besteht aus einem hochwertigen
PTFE-Compound ~ mit  guten  Lauf-
eigenschaften. Das Transportsystem st
standardméBig fir Innenlagen ausge-
legt. Abgquetschwalzen bestehen aus Po-
lypropylen, EPDM, Rubycell oder PVA,
Transportscheiben aus Polypropylen auf
einem Kern mit 10 mm Durchmesser aus
Edelstahl, Titan oder Glasfaser, je nach
Einsatz. Es werden ausnahmslos Tauch-
kreiselpumpen fir die Forderung und
Umwadlzung  verwendet. Die Pumpen
wurden in Zusammenarbeit mit einem
nahmhaften Pumpenhersteller entwickelt
und machen eine ,Inline-Verrohrung” zu
der Behandlungsebene méglich, d.h. die

Druckleitungen sind nicht auf der Rick-
seite der Anlage nach auflen gefuhr.
Zu Demontage und Wartung der Pum-
pen missen die Druckleitung auch nicht
geldst werden, was zu einer erheblichen

Vereinfachung und  Verringerung des
Wartungsaufwandes fohrt.  Disenstdcke
sind ausnahmslos mit Bajo-
nettverschlissen  ausgeristet um  eine
schnelle  Wartung und Reinigung der
Dusen zu gewdhrleisten. Alle Module
haben standardméfBig Deckel aus ESG-
Glas, die sowohl von der Frontseite als
auch von der Ruckseite der Anlage zu
6ffnen sind. Alle elektrischen Zuleitungen
sind in den Modulen nicht sichtbar ver-
legt d.h. keine Kabelkandle auf der

Ruckseite der Anlage. Die komplette
Sensorik und Regelung l&uft Uber ein
Profi-Bus-DP-System, was eine flexible
Erweiterung oder Anderung maglich
macht. Gesteuvert wird die Anlage von
einem Bedienpult am Einlauf mit Touch-
Screen-Farb-Grafik-Display.  Hier sind
alle  Anlagenparameter und -zusténde
auf einem Blick grafisch sicht- und regel-
bar. Kontrollelemente wie Full-
standsanzeige, Stickzdhler, Be-
triebsstundenzéhler, Sprih-
druckkontrolle, Tempera-
turanzeige und Regelung sowie
Temperaturverlaufskurven  sind
standardméBig vorhanden. Re-
gelkreise fir Sprihdruckrege-
lung, automatische Befillung,
Einzeldisenstockansteuerung
etc. kdénnen optional imple-
Onlinehilfe,
Fernwartung und Ferndiagnose
ist maglich.

mentiert werden.

Das Spektrum der Nassprozessanlagen
der Laif engineering GmbH umfasst die
Ublichen Prozessschritte in der Leiter-
plattenfertigung wie Atzen, Strippen, Ent-
wickeln,  Zinnstrippen  Vor- und
Nachreinigen etc., die handelstblichen
Direktmetallisierungsverfahren sowie Al-
ternativverfahren  zur Heif3luftverzinnung
und zur Braunoxidation. Weiterhin fertigt
die Laif engineering GmbH Galvanikau-
tomaten for den Leiterbahnaufbau, che-
misch Nickel-Gold sowie fur alle weite-
ren vertikal gefahrenen Prozesse. Den
dritten Produktbereich fir die Leiterplat-
tenfertigung bildet die HeiBluftverzinnung
mit kompletter Peripherie wie Fluxauf-

tragsgerdte, Kohltische, Fluxmittel und
Zinn. Bereits seit 1999 ist das Unter-
nehmen nach DIN ISO 9001 sowie als
Fachbetrieb nach § 19 | Wasserhaus-
haltsgesetz zertifiziert.

Zusammengestellt anhand von Informationen der
Laif engineering GmbH, Muinster

Laif engineering GmbH
HansestraBe 16

D-48165 Minster

e-mail: info@laif-online.de

Electrochemicals

Zur Licht 175

D-47665 Sonsbeck

e-mail: JMarkowski@elecirochemicals.com

Dunkel & Schiirholz GmbH
Herbecke 12

D-58579 Schalksmdhle,

e-mail: ds@leiterplattentechnik.de

|
Laif engineering

Kuhlstrecke HC-650

Kuhlstrecke fur
Leiterplatten
nach der Heil3luftverzinnung

Laif engineering GmbH
D-48165 Minster
Hansestral3e 16
Telefon 02501-9259-0
Fax 02501-9259-29
e-mail info@laif-online.de
Internet: www.laif-online.de
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